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Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher

Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Material-

forschung (IFAM), Abteilung Klebtechnische Fertigung, als externe Promotion an

der Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau. Die bearbeitete Fragestellung

zum Einfluss klimatischer und elektrischer Lasten auf das Degradationsverhalten

hochstromtragender Klebverbindungen leitete sich aus den Erkenntnissen ab, die in

dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten For-

schungsprojekt eProduction erzielt werden konnten. Im Rahmen dieser Produktions-

forschung zu Hochvoltspeichersystemen für die Elektromobilität wurde seitens des

IFAM u. a. die technologische Eignung leitfähig geklebter Polkontakte von Lithium-

Ionen-Zellen für den Aufbau von Traktionsbatterien aufgezeigt. Darüber hinaus konn-

ten zahlreiche anwendungsbezogene Vorteile leitfähig geklebter Zellkontakte, wie

eine Bauraum- bzw. Gewichtsreduktion oder ein Zugewinn an Designfreiheit, de-

monstriert werden.

Gegenwärtig avanciert der Aufbau von Hochvoltspeichersystemen infolge des poli-

tisch wie gesellschaftlich postulierten Ausbaus der Elektromobilität zu einem neuen

stark wachsenden Anwendungsbereich von Hochstromverbindungen. Der damit ein-

hergehende Bedarf an prozessorientierten und innovativen Lösungen für Fügeaufga-

ben im Hochstrombereich motivierte den in eProduction verfolgten unkonventionel-

len klebtechnischen Lösungsansatz. Die Erzeugung gut leitender und mechanisch

belastbarer Kontakte ist die Grundvoraussetzung für eine zielführende Anwendung

der Fügetechnik Kleben. Zusätzliche Anforderungen ergeben sich aus dem Erfor-

dernis einer guten Alterungsbeständigkeit der Verbindungen, die in kurzen Taktzei-

ten generiert werden und unter speziellen Belastungen stehen, wie sie im Bereich

Automotiv anzutreffen sind. Ein erfolgreicher Einsatz der Klebtechnik bei der Zellkon-

taktierung erfordert somit ein tiefes Verständnis für Ausfallmechanismen hochstrom-

tragender Klebverbindungen verbunden mit zuverlässigen Lebensdauerprognosen

– insbesondere aufgrund der vielfach erst nach langen Belastungszeiträumen auf-

tretenden Änderungen qualitätsentscheidender Eigenschaften von Polymeren. Im
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Gegensatz zu dem detailliert untersuchten Alterungsverhalten konventioneller elek-

trisch leitfähiger Klebverbindungen, die bspw. bei der Kontaktierung von elektroni-

schen Bauteilen auf Leiterplatinen zum Einsatz kommen, sind großflächig geklebte

Verbindungen, die Stromstärken von mehreren hundert Ampere tragen und somit

andersartigen Alterungsbedingungen ausgesetzt sind, bislang unerforscht.

Für die Förderung von Vorhaben zur Erforschung neuer Technologien und nach-

haltiger Entwicklung – insbesondere auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien –

sowie die finanzielle Unterstützung bei der Durchführung von Untersuchungen zu

hochstromtragenden Klebverbindungen bedanke ich mich ausdrücklich beim Bun-

desministerium für Bildung und Forschung.

Herrn Professor Dr.-Ing. S. Böhm, dem Leiter des Fachgebiets Trennende und Fü-

gende Fertigungsverfahren, danke ich sehr herzlich für die Übernahme des Referats,

für die unentwegte Unterstützung sowie für die Durchsicht des Manuskriptes.

Mein spezieller Dank gilt dem Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Fertigungs-

technik und Angewandte Materialforschung, Bereich Klebtechnik und Oberflächen,

Herrn Professor Dr. rer. nat. B. Mayer für die Betreuung der Arbeit und das Bereitstel-

len idealer Arbeitsbedingungen sowie für sein stetes Interesse und seine konstrukti-

ve Kritik, die wesentlich zum Gelingen beigetragen hat.

Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fraunhofer-Instituts

für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung bedanken, die mich bei

der Durchführung der Untersuchungen unterstützten. Besonders hervorheben möch-

te ich die tatkräftige Unterstützung der Abteilung Klebtechnische Fertigung unter der

Leitung von Herrn Dipl.-Ing. M. Peschka, für dessen wohlwollende Förderung ich

sehr dankbar bin.

Für ihre stete Diskussionsbreitschaft möchte ich mich bei Herrn Dr.-Ing. T. Vallée

und Herrn Dr. rer. nat. M. Kleemeier bedanken. Weiterhin gilt mein Dank Frau Dr. jur.

A. Schöppner und Frau H. Berndsen für die kritische Durchsicht des Manuskriptes.

Mein besonderer Dank gilt meinen Eltern, meinen Brüdern und Frau B. Buddenbäu-

mer für die bedingungslose Unterstützung, für die Entlastung während der letzten

Jahre sowie für die Durchsicht des Manuskriptes. Schließlich möchte ich mich für

den moralischen Beistand und die uneingeschränkte Nachsicht bei meinen Freun-

den sowie bei Frau S. Reinermann für die vitalisierenden Ausflüge in fremde Welten

bedanken.
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